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摘   要 

本專題主要探討晶圓廠在針測製程之外包行為中一些簡單的方法論，藉由本

人實習之經驗與實務操作對此模式之了解做一概要之敘述。本專題之大綱如下： 

1. 晶圓針測製程簡介：介紹晶圓針測的整個流程，並簡單敘述其中可能

發生之問題及聯電一般管理針測製程的方法。 

2. 聯電現況及外包情形：描述聯電現今之針測製程情況及外包之理由，

以及聯電對於外包之晶圓如何做帳務上之處理。為了與外包廠間取得

良好合作與溝通，需要哪些注意事項等。 

3. 聯電對於外包廠之管理監控手法：為本專題最主要之部分，聯電為了

彌補自身產能之不足而採取外包方法，但所衍生的問題即是外包的晶

圓，其測試過程因在外包廠進行，聯電無法全程予以監控，故發展出

一些監控管理手法來對外包廠做有效之控管。此處所指者並非監控晶

圓之良率，因良率在晶圓製造出來時便已決定；對於外包廠所要求

的，是他們所回傳之資料的準確性與可靠性，此外聯電也建立了一些

指標來評估各外包廠之表現，本章節將對此手法及這些指標做一扼要

之說明。 

4. 聯電現行與外包廠間之溝通方法與改善：在我實習之過程中，了解到

當貨品出現問題時，聯電的工程師與外包廠間是如何溝通的，經由什

麼樣的介面，管道去溝通，這些管道中存在一些疏失，既使得溝通麻

煩，也浪費寶貴的時間。本章將介紹聯電正在改善開發的新介面，以

及我經由觀察所得之其他方面的小建議。 

5. 結語：簡述本次實習之心得與所學得之實務經驗。 

 


